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Abstract (fr)
L'objet de l'invention est un procédé d'intégration d'au moins un élément électronique, notamment un dispositif de rechargementdans un plateau de
table (10), obtenu par moulage, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :- Préparation d'un moule (16) doté en paroi inférieure d'au
moins un piston mobile (18) en translation au profil d'un logement (26) ménagé dans ledit plateau, ledit piston faisant saillie de ladite paroi inférieure
dudit moule (16),- Dépose d'une quantité de matériau pulvérulent et/ou fibreux associé à un liant dans le moule (16) ainsi préparé,- Pressage à froid
avec une presse à froidde l'ensemble de la surface dudit matériau pulvérulent disposé dans le moule (16), ladite presse à froidcomprenant au moins
un contre-poinçon (22), disposé au droit du piston mobile (18), l'épaisseurinitiale étant réduite à l'épaisseur- Retrait de la presse à froid- Mise en
place de l'élément électronique dans le logement (26) et mise en place d'un matériau de comblement du logement (26),- Premier pressage à chaud
avec une presse à chaudde façon à assurer la cohésion du liant et de façon à obtenir un plateau de table (10) plan en partie supérieure,- Retrait de
la presse à chaud,- Obtention d'un plateau de table (10) avec un élément électronique intégré.
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